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[C.59]	C. –Y. Lo*, “Advancements in Polymeric Capacitive Tactile Sensors”, The 20th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers), Jun. 24-28, 2019, Berlin, Germany. Invited.
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[P.8] 羅丞曜、洪建瑋、陳奕竹，用以實現全彩顯示的畫素、包含其之微機電系統及其製造方法、以及以單一畫素實現全彩顯示的方法，中華民國專利，發明第I561854號。
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[L.2]	羅丞曜，“In-Line Film Quality Detection for R2R (Ink-Jet) Printing”， 2012年兩岸清華大學能源與奈米科技研討會，2012年10月12-15日，北京，大陸。
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[L.9]	張益瑞、高宇鴻、羅丞曜，“在觸覺感測器中同時改善靈敏度及擴大工作範圍之研究”，中國機械工程學會第三十五屆全國學術研討會，2018年11月30日，嘉義，台灣。
[L.10]	Y. –H. Jen, Y. –H. Gao, and C. –Y. Lo，“Low-Rigidity Polydimethylsiloxane and Its Application in Microelectronics”，2019中華民國高分子年會，2019年1月18-19日，台南，台灣。
[L.11]	K. –F. Chiu, Y. –T. Hu, and C. –Y. Lo，“Enhancing Color Purity by Enlarging Isotropic Strain Distribution in MEMS-Based SPR”，台灣物理學會年會，2019年1月25-26日，新竹，台灣。
[L.12]	徐紹珉、劉廷政、羅丞曜，“微電子電路圖樣之完整性量化與質化技術”，台灣機電工程國際學會第四屆全國學術研討會，2019年2月15-16日，高雄，台灣。
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[L.14]	邱國峰、羅丞曜，“Enlarging the degree of isotropic of strains for improved color purity in surface plasmon resonance”， Optics & Photonics Taiwan, International Conference (OPTIC)，2019年12月5日，台中，台灣。
[L.15]	任聿浩、磨家佐、羅丞曜，“雙空心疊加型電容式觸覺感測器及其近六百倍之正向力檢測靈敏度改善”，中國機械工程學會108年度年會，2019年12月7日，台北，台灣。
[L.16]	劉廷政、吳孟竹、羅丞曜，“自動光學影像辨識對產線半成品之特性預測技術開發”，台灣機電工程國際學會109年度全國學術研討會，2020年8月28日，台中，台灣。
[L.17]	陳裕文、羅丞曜，“新型熱阻式應變元件及其於卷對卷製造之應用”，第二屆福星熱能創意競賽，2020年8月28日，台中，台灣。
[L.18]	陳裕文、柯詩彧、陳榮順、羅丞曜，“觸覺感測器中提高空間解析度的新型電容陣列配置”，中華民國力學學會年會暨第四十四屆全國力學會議，2020年11月29日，宜蘭，台灣。
[L.19]	吳孟竹、劉廷政、羅丞曜，“AI-Assisted Electromagnetic Characterization for Metal/Epoxy Hybrid Electronics”，中華民國高分子學會年會，2021年7月9日，高雄，台灣。
[L.20]	鄭業瑾、王偉誠、陳羿揚、邱文信、陳榮順、羅丞曜，“穿戴式無線感壓裝置之開發及其於運動科學應用之實證”，中國機械工程學會110年度年會，2021年12月3日，台北，台灣。
[L.21]	Teng-Chung Liu, Padmanabh Pundrikaksha Pancham, Shivendra Singh, Yu-Hsin Tseng, Chen-Hao Hung, Chieh-Cheng Wang, Wei-Tse Chin, Ming-Tse Yuan, Zih-Yu Chen, Yu-Wen Chen, and Cheng Yao Lo, “2D Thermal Image to 3D Profile Conversion Using Isotropic Thermoresistive Strain Sensor in a Taiji Routing”，中國機械工程學會112年度年會，2023年12月1日，彰化，台灣。
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[A.1]	2011年奈米工程與微系統研究所論文競賽佳作。
[A.2]	2012年奈米工程與微系統研究所論文競賽佳作。
[A.3]	Guest Editor of Displays (Elsevier, 2014－2015)
[A.4]	Article of particular interest on “Post-Lithography Pattern Modification and Its Application to a Tunable Wire Grid Polarizer” in Nanotechnology [J.11].
[A.5]	Best Student Presentation Award (title “VIS Anti-reflection Nanostructure Film by Using Roll-to-Roll UV-Nanoimprint Technology” ([C.28]) in The 12th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT 2013).
[A.6]	The Best Conference Paper Award (title “Morphology and Conductivity Enhancement of Metal Mesh in OLEDs by Near Infrared and Intense Pulse Light” [C.46]) in The 12th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS 2017).
[A.7]	清華大學工學院106學年院級教學優良教師。
[A.8]	2018年台灣鍍膜科技協會年會口頭發表競賽佳作([L.8])。
[A.9]	2018年(106學年度)科技部工程司自動化學門成果發表會最佳海報獎。
[A.10]	2019年中華民國高分子學會年會海報發表競賽佳作([L.10])。
[A.11]	2019年台灣物理年會海報發表競賽佳作([L.11])。
[A.12]	台灣機電工程國際學會108年度全國學術研討會口頭發表分組第一名([L.12])。
[A.13]	Most Impressive Poster (title: “Advanced capacitive tactile sensor for up-to-sixfold sensitivity enhancement by reduced structural rigidity” [C.53]) in The 31st IEEE International Microprocesses and Nanotechnology Conference.
[A.14]	The Best Conference Paper Award Finalist (title “Isotropic Nanophotonic Modulation with Hybrid Configuration for Surface Plasmon Resonance Application” [C.54]) in The 14th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems.
[A.15]	2019年指導安智豪同學獲選中華民國斐陶斐榮譽學會碩士班會員。
[A.16]	2019年(107學年度)科技部工程司自動化學門成果發表會海報展特優獎。
[A.17]	2019漢民科技論文競賽金獎([L.13])。
[A.18]	Student Paper Award ([L.14]) in OPTIC 2019 Conference.
[A.19]	中國機械工程學會108年度年會之口頭發表競賽佳作([L.15])。
[A.20]	台灣機電工程國際學會109年度全國學術研討會口頭發表分組第一名([L.16])。
[A.21]	第二屆福星熱能創意競賽第三名(智能感測器類) ([L.17])。
[A.22]	中華民國力學學會109年度年輕力學學者獎。
[A.23]	Elevated to IEEE Senior Member since 2020.
[A.24]	中國機械工程學會110年度年會之口頭發表競賽第三名 ([L.20])。
[A.25]	澄德科技教育基金會2021大專校院機電暨智慧創意實作競賽佳作。
[A.26]	2021年(109學年度)科技部工程司自動化學門成果發表會計畫成果競賽優良獎。
[A.27]	清華大學工學院109學年院級教學優良教師。
[A.28]	Associate Editor of IEEE Sensors Journal (2021/8-2022/10).
[bookmark: _Hlk122625004][A.29]	迅得機械2022智慧製造科技論文競賽銀獎。
[bookmark: _Hlk122625013][A.30]	111年精密工程與專題論文獎(台灣精密工程學會與上銀科技合辦)競賽佳作。
[A.31]	2023年第二屆華新麗華技術交流海報競賽優等獎。
[A.32]	2023年第二屆誠美夢想家競賽金賞獎。
[A.33]	2023年(111學年度)國科會工程處自動化學門成果發表會計畫成果競賽最佳海報優等獎。
[A.34]	Board Member of Scientific Reports (2023/12-).
[A.34]	Board Member of Sensor Review (2023/12-).
[A.35]	中國機械工程學會113年度年會之口頭發表競賽分組第一名 ([L.22])。





14

